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[57]申請專利範圍
1.　一種立型連續式濺鍍設備之基板傳輸裝置，該濺鍍設備係具有一真空腔體，而該基板傳
輸裝置包括：一載具，係為金屬材質且可用以搭載至少一基板；一具 V型斷面滾輪，係
設置在該腔體內之下方，並與該載具的一端接觸，以滾動摩擦方式來傳輸該載具前進；

以及至少二磁性元件，係分別設置在相對於該基板兩側的該腔體之內側面；其中該金屬

載具係以本身與該等磁性元件之間的磁力作用維持非接觸式立型傳輸。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述的基板傳輸裝置，其中，該基板為母玻璃基板。
3.　依據申請專利範圍第 1項所述的基板傳輸裝置，其中，該磁性元件係為永久磁鐵。
4.　依據申請專利範圍第 1項所述的基板傳輸裝置，其中，該磁性元件係為電磁鐵。
5.　依據申請專利範圍第 4項所述的基板傳輸裝置，更進一步包括一控制電路以及至少一距
離量測器，該量測器係設置在該基板的其中一側，以量測基板傳輸時的傾斜狀態及該基

板與該腔體之間的距離，並將量測的資訊傳輸到該控制電路，用以調控該等電磁鐵的磁

力及與該等磁 柱之間的磁力作用，藉以穩定基板的傳輸。
6.　一種立型連續式濺鍍設備之基板傳輸裝置，該濺鍍設備係具有一真空腔體，利用該基板
傳輸裝置將一具有導電性的基板載入該腔體，或將該導電基板從該腔體卸載，該基板傳

輸裝置包括：一具 V型斷面滾輪，係設置在該腔體內之下方，並與該導電基板的一端接
觸，以滾動摩擦方式來傳輸該導電基板前進；以及至少二磁性元件，係分別設置在相對

於該基板兩側的該腔體之內側面；其中該導電基板係以本身與該等相對應磁性元件之間

的磁力作用維持非接觸式立型傳輸。

7.　依據申請專利範圍第 6項所述的基板傳輸裝置，其中，該導電基板為已鍍上 ITO材質的
透明玻璃基板。

8.　依據申請專利範圍第 6項所述的基板傳輸裝置，其中，該磁性元件係為永久磁鐵。
9.　依據申請專利範圍第 6項所述的基板傳輸裝置，其中，該磁性元件係為電磁鐵。

10.   依據申請專利範圍第 9項所述的基板傳輸裝置，更進一步包括一控制電路以及至少一距
離量測器，該量測器係設置在該基板的其中一側，以量測基板傳輸時的傾斜狀 態及該基
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板與該腔體之間的距離，並將量測的資訊傳輸到該控制電路，用以調控該等電磁鐵的磁

力及與該導電性基板之間的磁力作用，藉以穩定基板的傳輸。

圖式簡單說明

圖 1係本發明第一較佳實施例之剖面側視圖；圖 2係本發明第二較佳實施例之剖面側視
圖；圖 3係本發明第三較佳實施例之剖面側視圖；圖 4係本發明第四較佳實施例之剖面側視
圖；圖 5係表示一般連續式濺鍍設備作業流程圖；圖 6係習知之一種基板傳輸裝置結構示意
圖；圖 7係習知另一種基板傳輸裝置結構示意圖。
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